
第一图书网, tushu007.com
<<现代集成电路制造技术原理与实践>>

图书基本信息

书名：<<现代集成电路制造技术原理与实践>>

13位ISBN编号：9787121077531

10位ISBN编号：7121077531

出版时间：2009-5

出版时间：电子工业

作者：李惠军

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

Page 1



第一图书网, tushu007.com
<<现代集成电路制造技术原理与实践>>

内容概要

　　《现代集成电路制造技术原理与实践》介绍当代集成电路制造的基础工艺，重点介绍基本原理，
并就当前集成电路芯片制造技术的最新发展做了较为详尽的阐述。
本书共18章，主要内容包括：硅材料及衬底制备、外延生长工艺原理、氧化介质薄膜生长、半导体的
高温掺杂、离子注入低温掺杂、薄膜气相淀积工艺、图形光刻工艺原理、掩模制备工艺原理、集成电
路工艺仿真、集成结构测试图形、电路管芯键合封装、集成电路性能测试、工艺过程理化分析、管芯
失效及可靠性、超大规模集成工艺、芯片产业质量管理、可制造性设计工具和可制造性设计理念等。
　　《现代集成电路制造技术原理与实践》可作为高等学校电子科学与技术、微电子、集成电路设计
等专业的高年级本科生和研究生教材，也可供集成电路芯片制造企业工程技术人员学习参考。
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过程的一般描述2.3 常规硅气相外延生长过程的动力学原理2.4 常规硅气相外延生长过程的结晶学原
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典型的外延生长工艺流程2.5.7 工业化外延工序的质量控制2.6 发生在硅气相外延生长过程中的二级效
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